动态变形测量系统技术要求及规格参数
非接触式应变测量系统采用立体双CMOS相机测量技术，以数字相关测量方式，利用一个灵活的触发器读取并记录负载信号，控制系统进行同步的图像采集。具备极高的可靠性和测量精度，测量范围可以根据需要进行调整，可以准确和实时地测量大量反光靶点的动态位置坐标，通过对零件在不同负载条件或不同运动条件下靶点位置进行测量，准确计算出零件相应位置的位移和变形，结果以动态图形化显示和输出；
适于测量和计算在负载和温度变化条件下刚性零件的位移、物体的变形、轨迹以及零件的动态特性。

1. 系统参数※
1.1 采用数字相关（DIC）测量方式，通过1个CCD测量相机，获得二维表面全场的应变分布数据；
1.2 利用立体相机空间跟踪测量技术，动态跟踪靶点的空间位移和速度、加速度，并计算空间变形轨迹；
1.3应变范围： 0.005% ~ 2000%
1.4 空间位置测量精度：0.01 mm / m3, 应变测试精度：≤ 0.005%
1.5 设备在质量上应具有优良品质和可靠性，性能稳定，故障率低，整机保证可靠寿命，精度不降低。供货厂家在中国国内应该有办事处或者代理机构，有专门的售后服务人员，售后服务及时；
1.6 投标方所投设备的制造商必须有十年以上（含十年)研制、生产该类设备，有十年（含十年）的销售历史。制造商在国内不得有不良供货记录，设备不应该是试制品，同型号设备至少有五家以上（含五家）国内测试用户，并提供用户清单、合同复印件或验收证明

2. 静态和动态变形测试硬件技术要求：
2.1.1 ※测量采用1个高分辨率测量相机；
2.1.2 ※测量分辨率: ≧6百万像素，2750 x 2200 pixels；
2.1.3 ※满幅2750 x 2200分辨率时的采样频率为25 Hz;降低分辨率时,采样频率为44H；
2.1.4 ※可同时识别散板图案和标靶记号点，记号点数量不限；
2.1.5 ※一个50mm 光学镜头；
2.2 配有专用的包装箱，方便运输；
2.3 ※可调节相机安装支架及稳定的三角架，具有良好的稳定性，并可方便的固定和调节相机水平和垂直位置和角度。
2.4 5 m数据线
2.5 ※具有在线跟踪和实时装配功能，可根据标靶点实时测量装配组件的空间位置，实时计算和显示装配误差；

3. 应变测量和分析软件
3.1 直接通过图形界面进行设备标定、测量和计算；
3.2 自动根据测量图像计算获得2D坐标、2D位移、平面应变（主应变、次应变）、纵向应变、横向应变、应变张量等；
3.3 可以生成试件表面全场应变分布图，并以彩色云图形式显示，可三维任意旋转、缩放及编辑处理；
3.4 可以获得任意局部位置的应变随加载变化时间历程曲线、真实应力–应变曲线，并能输出txt、CSV、ASCII等格式文件；
3.5 ※软件具有实时测量功能，可以实时识别全场表面或特征点的三维坐标及位移、应变数据，利用实时数据，直接显示零件位置，相互装配关系，实时显示装配误差
3.6 ※可任意将测量靶点组成测量组群， 可计算不同组群之间的相对位移、转角和变形，并以矢量图动态显示变形轨迹和大小；
3.7 ※可设定多个不同的副坐标系，并分析相对于副坐标的变形；
3.8 ※具有FLD成形极限分析功能，可以直接绘制和编辑成形极限曲线（符合ISO12004标准）；
3.9 具有系统标定向导功能，能够快速完成系统标定，并给出标定精度；
3.10 ※采用时间轴管理测量图像照片流，采用测量项目库管理批量测试，只需导入图像，直接计算出测量报告；
3.11 ※全场测量数据以三角网格面形式连接成STL表面，具有曲面特征，并可清晰显示表面几何特征；以网格面为基础，选取计算范围和DIC运算子集，采用六边形计算结构获得全场的应变结果；六边形结构的尺寸可调
3.12 自动化测量流程，可以创建检测计划模板，内置宏程序；
3.13 通过智能Ring buffer采集方式，预设照片
3.14 ※具有分析评估几何形面偏差功能，计算表面的平面度、平行度、圆柱度、同轴度等分析功能；可以计算各点之间的距离、投影距离和角度；
3.15 具有测量报告编辑功能，包括输出动态测试结果的视频。
3.16 软件界面支持中文/英文。

4. 专业图形处理工作站
要求配置:
[bookmark: _GoBack]CPU: 64 bit Inter 2 × 2.5GHz OctaCore CPU;
内存: 8 GB;
显卡: NVIDIA Quadro OpenGL graphics card;
硬盘: 750 GB hard disks (RAID system)
显示器: 15" TFT
操作系统：WINDOWS 7

